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	進修推廣部碩士在職專班
	

	開課年級
	1
	開課學期
	上
	預修課程
	

	科目名稱
	智慧機電系統
	修　別
	選修
	學分數／學時數
	3/3

	授課教師
	彭成瑜

	優質課程
	（0,4）0.一般課程、2.智慧財產權、2.性別平等、3.融滲式服務學習課程、4.創新、創意課程、
             5.綠色課程（環境教育或永續發展教育相關課程）、6.工作（職場）倫理課程。

	教 科 書
	1. KNR機器人實驗手冊/宋開泰馥林文化 2015/10/21 ISBN: 9789864050154
2.自編教材 程式語言相關網路公開資料

	參 考 書
	1.程式與虛擬儀表設計/惠汝生 旗標出版社2017/10/06 ISBN:9789863124764
2.感測電路應用/陳瓊興, 陳竹正 全華圖書2017/05/23 ISBN:9789864634606
3.虛擬儀控程式設計：LabVIEW 201X/謝岱凌、張家維、徐如欣、蕭子健 高立圖書 2011/07/01 ISBN:9789864128068

	評量方式
	平時評量(出席率、作業、課堂討論、小考，學習態度)：30%；期中考試：30%；期末考試：40%

	內
容

綱

要
	本課程以工業4.0概念來深化教學與應用智慧機電系統的實作場域，而高階產品開發過程中，需要感測器、機電與電子元件一體化整合技術，課程的智慧機電系統將針對功能、開發環境與流程做一簡介，並學習感測器、機電整合與電子元件封裝技術，利用智慧機電核心來設計的軟硬體架構、類比數位之I/O輸入輸出、通訊介面與格式、感測器與硬體控制工具、感測器整合與智慧功能方法、感測器與元件一體設計，講解智慧機電實務之範例與物件應用(RFID感測器、機電整合與電子元件封裝與應用等)，並具有專題研究與實作能力。
1.智慧機電原理與高階應用(程式、硬體、電子元件-RFID感測器及其封裝技術介紹)

2.智慧機電系統簡介、功能、開發環境與流程(程式之基本指令講解，程式、硬體、RFID感測器整合之程式講解)

3.感測器、機電整合與電子元件封裝技術之原理與應用(封裝機簡介、封裝材料、封裝原理與製程)

4.智慧機電系統的硬體架構、類比數位之I/O輸入輸出、通訊介面與格式
5.智慧機電系統之感測器整合與智慧功能分析(程式、硬體、電子元件-RFID感測器整合之智慧功能與指令講解- PID控制程式設計、Fuzzy Logic)

6.智慧機電原理與應用方法(模糊邏輯應用PID及Fuzzy Logic、類神經網路的模擬邏輯控制方法)

7.智慧機電系統之感測器與硬體控制程序(機械控制程式講解、模糊控制實務-機械位移、方位、角度、電子元件-RFID電子元件通訊感測與整合)

8.智慧機電系統之感測器與機電元件一體設計(電子元件-RFID感測封裝、通訊感測與整合)

9.智慧機電系統之範例與物件應用、專題實作 

第1週 智慧機電原理與高階應用(程式、硬體、電子元件-RFID感測器及其封裝技術介紹)
第2、3週 智慧機電系統簡介、功能、開發環境與流程(程式之基本指令講解，程式、硬體、RFID感測器整合之程式講解)
第4、5週 感測器、機電整合與電子元件封裝技術之原理與應用(封裝機簡介、封裝材料、封裝原理與製程)

第6、7週 智慧機電系統的硬體架構(類比數位之I/O輸入輸出、通訊介面與格式)
第8週 智慧機電系統之感測器整合與智慧功能分析(程式、硬體、電子元件-RFID感測器整合之智慧功能與指令講解- PID控制程式設計、Fuzzy Logic)
第9週 期中考試
第10、11週 智慧機電原理與應用方法(模糊邏輯應用PID及Fuzzy Logic、類神經網路的模擬邏輯控制方法)
第12、13章 智慧機電系統之感測器與硬體控制程序(機械控制程式講解、模糊控制實務-機械位移、方位、角度、電子元件-RFID電子元件通訊感測與整合)
第14、15章 智慧機電系統之感測器與機電元件一體設計(電子元件-RFID感測封裝、通訊感測與整合)

第16、17章 智慧機電系統之範例與物件應用、專題實作(PID控制程式設計、感測、介面擷取、控制整合)
第18週 期末考試
教授課程與實習將依進度或授課時段調配安排



National Chin-Yi University of Technology  Electronic Engineering  Department

Year of   2019   Syllabus（Master Program）

	Year
	1
	Semester
	Fall
	Pre-taking Course
	

	Course
	Smart Mechatronic System
	Required course
/ Elective course
	Elective
	Credit / Hour
	3/3

	Instructor
	Cheng-Yu Peng

	Textbook
	1. KNR機器人實驗手冊/宋開泰馥林文化 2015/10/21 ISBN: 9789864050154
2.自編教材(Handout by Instructor) 程式語言相關網路公開資料

	Reference
	1.程式與虛擬儀表設計/惠汝生 旗標出版社2017/10/06 ISBN:9789863124764
2.感測電路應用/陳瓊興, 陳竹正 全華圖書2017/05/23 ISBN:9789864634606
3.虛擬儀控程式設計：LabVIEW 201X/謝岱凌、張家維、徐如欣、蕭子健 高立圖書 2011/07/01 ISBN:9789864128068

	Scoring
	Attendance, homework, discussion, practics, learning attitude: 30%; Mid-term exam: 30%; Final exam: 40%

	Syllabus
	1.Theory and Advanced Application for Smart Mechatronics System, Course Description
2.Development Process of Smart Mechatronics System
3.Encapsulation Technology for Sensor, Mechanics or Electronic Device Integration

4.Smart Mechatronics System Fundamentals with Hardware, Analog/Digital I/O, Communication Interfaces and Formats

5.Smart Functions by Using Sensor or Electronic Device Integration

6.PID and Fuzzy Logic Control

7.Sensing and Control Tools of Smart Mechatronics System
8.Encapsulation Design for Sensor, Mechanics or Electronic Device Integration

9.Examples, Project Applications and Project Implements of Smart Mechatronics Practice 

No.1. Theory and Advanced Application for Smart Mechatronics System, Course Description
No.2&3. Development Process of Smart Mechatronics System
No.4&5. Encapsulation Technology for Sensor, Mechanics or Electronic Device Integration
No.6&7. Smart Mechatronics System Fundamentals with Hardware, Analog/Digital I/O, Communication Interfaces and Formats
No.8. Smart Functions by Using Sensor or Electronic Device Integration
No.9. Mid-term Exam
No.10&11. PID and Fuzzy Logic Control
No.12&13. Sensing and Control Tools of Smart Mechatronics System
No.14&15. Encapsulation Design for Sensor, Mechanics or Electronic Device Integration
No.16&17. Examples, Project Applications and Project Implements of Smart Mechatronics System
No.18. Final Exam


請遵守智慧財產權觀念，不得非法影印
